
行業通報

台達電子組裝行業
智能製造解決方案

IABG Electronic Assembly Solution
August 17, 2020



電子組裝行業智能製造解決方案
工業 4.0 驅動製造業智能化轉型

隨著工業4.0的浪潮襲捲全球，製造業者無不以

智能製造優化生產轉型，提升競爭力。

而電子組裝業薄利多銷、產品價格競爭激烈的特

性，讓業者追求對原物料及生產工具更有效的管

控與優化，促使工廠生產資源效益最大化；面對

市場快速變遷、少量多樣的生產需求，以電子組

裝業料件與治具多樣的特性，工廠如何在頻繁換

線的情境下，持續提升產能、降低成本，已是不

可迴避的課題。此外，勞動成本提高與全球缺工

帶來的勞動不穩定，讓業者紛紛投入自動化設備，

然而設備若無法整合聯網進行數據蒐集、分析管

理，只會成為「自動化孤島」，更無法達到柔性

化生產的效用。

在製造營運管理的實務上，電子組裝業常見的問

題包括用料多樣、站位複雜，缺料、錯料問題無

法實時被發現應變，將造成產能不必要的損失；

鋼網模治刀具壽命、錫膏及濕敏元件管控不良，

易帶來品質問題。還有，生產進度及庫存狀態掌

握、物料拆並批與追溯、爐溫控制與焊錫品質等

製程能力即時回饋與控制…都是電子組裝業者面

臨的挑戰。

台達根據多年深耕電子製造業以及工廠自動化的

經驗，針對產業共通的痛點及挑戰，提出專屬電

子組裝業的智能工廠解決方案，整合應用台達自

主開發的自動化機台及工控元件、設備聯網與可

視化管理平台、製造執行系統，貫穿實體製程層、

感測控制層、監控整合層、到製造營運管理層的

工廠資訊流，對生產進度、在製品的品質、設備

效率與運作狀態、倉儲物流管控，落實數位化管

理，真正做到IT與OT的兩化融合，實現一應俱全

的智能化工廠。

方案特色與優勢

• 專業、豐富的導入經驗

整體規劃，分段導入。提供企業顧問式診斷，

量身打造智能製造解決方案。

• 台灣第一的實績數量

台達已協助製造業者建置超過500座廠房，導

入破萬條產線，產線種類高達4千多種，成績

亮眼。

• 自有產品垂直整合

結合台達研發資源與工業控制產品，以機聯網

貫穿產線設備與製造執行系統，實現靈活的智

能製造。

• 客製化智能機台

台達自動化智能機台皆為自主研發，並以客戶

需求為導向，可配合產業需求進行設計調整。

• 系統軟體彈性大

自動化整合相關系統已有數十年業界經驗，產

品技術純熟，可依照客戶需求選配功能模組，

彈性大。

• 豐沛的人力資源

台達電子為臺灣上市公司，於臺灣、吳江、東

莞設有專業團隊，提供客戶最便捷、到位的服

務與保固。



電子組裝業面臨的問題

生產力 品質 交期 柔性 管理

• 檢測設備資料未收集，當品質出現問題時無法及時回饋與控制

• 貼片機備料與上料由人工比對，容易錯料，產生不良品

• 無法追溯生產履歷，當品質有問題時無法找出影響範圍

• 錫膏及濕敏元件線上使用過久，導致不良品的產生

• 治具的使用過久磨損，導致不良品的產生

• 少量多樣的訂單，排程不易，且當排程變動時無法及時調度資源

• 設備參數需手動調整，模治具無更換計畫，導致換線時間長

• 混產品生產時，事先準備的標籤種類多，人員容易貼錯

• 貼片機無低位預警，常造成供料不及時，
導致設備利用率低

• 物料超領取及配送錯誤，增加消耗成本

• 生產節拍不平衡

• 物料、治具等通過人工檢核，容易出錯

• 無法即時掌握生產進度及庫存狀況

• 設備、物料異常無法及時處理，
生產週期長

• 資訊不透明，問題無法立即獲得處置

• 缺乏管理策略的指標，無法做出有效的決策

• 行業競爭壓力大，精益化管理要求高

電子組裝業管制重點

鐳雕
- 板邊/小板條碼
- 叉板條碼記錄
- 打標結果

迴流焊
- 爐溫監控

T2 (功能測試)

- 測試數據收集
- SPC管制

印刷錫膏
- 錫膏時效性管理
- 鋼網、刮刀使用
次數管理

AOI (自動光學檢測)

- 檢測結果
- 不良位置、缺陷、數量

Burn-In (老化測試)

- 管制老化時間，避免在不足老化時數
狀況下提前下機

包裝
- 重量檢查
- 內外箱號列印
- 尾數處理

貼片機
- 防止上錯料件
- 低位預警，預防停機待料

外掛程式
- 指導書

錫膏檢測
- 檢查結果的收集
- 厚度/面積/短路/多錫/少錫檢測

T/U (Touch UP錫面修補)

- 管制焊錫品質
T1 (焊點位置度測試)

- 測試數據收集
- SPC管制

錫爐/選焊
- 爐溫監控

分板
- 列印小板條碼

組立
- 追溯關鍵零組件

CCD (視覺檢測)

- 檢測結果

ICT (電性測試)

- SPC管制
- 產品使用治具的檢核



台達製造營運管理平台 (DIAWorks) 為電子組裝業提供解決方案

台達製造營運管理平台 (DIAWorks) 是智能工廠的核心樞紐。以製造執行系統 (DIAMES) 為核心，對

上接收 ERP 生產指令與產品資訊，對下整合生產車間製造流程，將生產標準化、信息化，整合品質

管理、設備管理、物流儲運管理，實時管控人、機、料、法、環、測等數據，實現產品履歷追溯與

完善品質監控，降低庫存與成本，使廠內資源發揮最大效益。

製造營運管理平台 DIAWorks

行業解決方案

表面黏著 (SMT)

製造執行系統 DIAMES

物料
儲運
管理

倉儲管理 DIAWMS

生
產
管
理

設備
管理

設備保修管理 DIAPMS

配方管理 DIARMS

即時監控 DIARTM

品質
管理

統計製程管制 DIASPC

權限管理 備份管理版本管理任務排定ERP介面 系統監控

工單管理 (SCH)

人員工時 (HRM)

現場回報 (PPT)

載具管理 (CAR)

包裝管理 (PAK)

生產計劃 (SCP)

eSOP 播放 (SOP)

活動流程控制 (AFC)

工具管理 (TOL)

標籤管理 (LBL)

設備總和效率 (OEE)

工程資料 (EDC)

設備狀態 (EQP)

品質管理 (QCM)

進料檢驗管理 (IQC)

派送系統 (DCS)

線邊管理 (MTL)

工程變更 (ECN)

返修管理 (RMA)

例外管理 (ABN)

委外管理 (OSC)

行業解決方案

智能可視化平臺 DIASVP 警報管理 DIAAMS

表面粘著 (SMT) 行業解決方案

台達表面黏著 (SMT) 行業解決方案，包括上料防錯、低位預警、治具壽命預估、錫膏與濕敏元件管

理等功能，有效防範製程錯誤、設備效率浪費與品質不良，克服電子組裝業在製造管理上經常面臨的

加工問題。

上料防錯，及時查核卡控

針對電子組裝之 SMT 製程常見的錯料問題，

提供料站表配置與版本管控，自動產生上料

站位指示，落實上料防錯。利用手持式PDA

多方核對機台、料槍、料捲，連線後台系統

即時查核上料及補/換/退料作業，防範人為

失誤。



台達製造營運管理平台解決方案總覽

導入範疇

產品 用途

製造執行系統
DIAMES

建立標準生產流程與作業規範，即時管控、查核生產活動，防範作業錯誤。

表面黏著模組
DIAMES SMT

針對SMT製程提供如上料防呆、用料追溯、即時料況查詢、材料包裝管理、

治具管理、錫膏管理、濕敏元件管理，及合格供應商管理等功能。

統計製程管制
DIASPC

即時收集製程中各項品質資訊，監控製程能力，對異常趨勢提出預警。

設備保修管理
DIAPMS

系統化落實設備預防保養，分析故障原因與防範對策，有效提升整體設備效率。

警報管理
DIAAMS

整合企業內各資訊系統、設備與設施之異常警訊，即時警示權責單位並詳實記錄

歷程。

倉儲管理
DIAWMS

優化控管倉庫內各類資源存儲與移動，提高倉儲作業效率，確保帳料資訊正確，

進而降低企業庫存成本。

物料搬送系統
DIAMSC

整合全廠搬運和倉儲設備自動化，規劃物料最佳搬送路徑及儲位區塊。

智能可視化平台
DIASVP

提供資料更新推播與定時發送工具，可即時掌握數據、工廠所有狀況。



整合硬體設備與應用

智能標準機台

• 焊錫機、點膠機、插件機、自動鎖螺絲機、

AOI

• 具備聯網通訊、支援快速換現、實時監控…等

功能

機聯網解決方案

• 機台數據採集與預處理

• 通訊協定與電控系統整合

• 設備互聯協作控制

www.deltaww.com

產線自動化整合規劃

• 機器人工作站

• 製程設備改造與連網方案

終端資料收集控制方案

• 系統提示步驟，固化人員動作程序

• 配合條碼槍刷讀條碼，精確收集生產資料

• 可搭配智能資料收集裝置 (HMI)、工業平板，

優化操作空間

刷槍流程設定 智能資料收集裝置

• Solution Contact

TEL : +886 3 3626301

E-Mail : ambu@deltaww.com 


